Zalgcznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: KA-2/016/2018

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zadanie czesciowe nr 1: Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym Windows — 1 szt. oraz skaner do

dokumentéw — 1 szt.
Specyfikacja komputera stacjonarnego (podane parametry sg wartosciami minimalnymi):

Ptyta gtéwna e karta graficzna zintegrowana

e karta sieciowa zintegrowana 100/1000 Mb/s

e karta dZzwiekowa zintegrowana

e 1 xslot PCl-Express x16

e 2xslotPCl

e wyjscia: D-Sub, DVI, HDMI, RJ45, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0
e chipset chtodzony pasywnie

e ptyta zgodna z systemem Windows 10 pro 64 bit i Linux

Pamieé¢ RAM 8 GB DDR4 z czestotliwos$cig minimum 2133MHz z wieczystg gwarancjg,
zalecana przez producenta ptyty gtdéwnej (nalezy podac Zzrédto potwierdzajgce
zgodnos¢ — doktadny adres strony www)

Dysk twardy SSD e minimum 240 GB, SSD, SATA Il

e odczyt: minimum 550MB/s; zapis: minimum 500MB/s
e |OPS odczyt: minimum 90 000; zapis: minimum 80 000
e niezawodnos¢ (MTBF): minimum 1 500 000 godzin

Naped optyczny nagrywarka DVD wielokrotnego zapisu, dwuwarstwowa z interfejsem SATA

Obudowa e 2 gniazda USB z przodu obudowy
e rozbierana beznarzedziowo
e kolor czarny lub z przewagg czarnego

Zasilacz e zgodny z wymaganiami ptyty gtdwnej, z 30% zapasem mocy w stosunku
do zainstalowanych podzespotéw

e z uktadami PFC oraz przepieciowym, wyposazony w wytgcznik

e wentylator wolnoobrotowy, regulowany termostatem

e niezawodnos¢ MTBF 70 tys. godzin

Parametry e wskaznik wydajnosci komputera —min. 1210 pkt. w tescie ,,Office
Productivity” oraz min. 1030 pkt. w tescie ,,Data/Financial Analysis”,
wykonanych programem SYSmark®2014 ver 1.5 dla systemu Microsoft
Windows 10 Pro x64 EN, zainstalowanego na 100 GB partycji przy
czestotliwosci taktowania procesora ustawionej na warto$¢ wtasciwg
dla zastosowanego procesora (bez ,podkrecania”) oraz rozdzielczosci
ekranu 1280x1024/60 Hz

e poziom gtosnosci przy pracy catego zestawu max. 33 dB mierzone zgodnie
znormg PN EN ISO 7779:2005

Oprogramowanie Windows 10 pro

Gwarancja min. 36 miesiecy

Specyfikacja skanera:

Skaner ptaski, rozdzielczos¢ min 4800x4800, gtebia koloru-48 bitédw, format A4, zdejmowana pokrywa
umozliwiajgca skanowanie obszernych ksigzek i albumoéw nutowych, Zrédto swiatta-LED, technologia
ReadyScan LED umozliwiajgca natychmiastowe skanowanie, ztgcze USB 2.0, zasilanie i facznosc¢ przez jeden
kabel microUSB, wbudowany stojak umozliwiajgcy skanowanie w pozycji pionowe;.
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Zadanie czeSciowe nr 2: Laptop — 1 szt.

Specyfikacja laptopa:

e Specyfikacja laptopa:

e Procesor od 2.5 GHz do 3.5 GHz (4 rdzenie , 6MB cache - opis w pkt 1)

e Chipset (opis w pkt 2)

e Pamie¢ RAM 16GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

e Maksymalna obstuga RAM 32GB

o llos¢ gniazd pamieci 2/0

e Dysk twardy 256GB SSD M.2 PCle 1TB SATA 5400 obr.

e Whbudowany naped brak

e Typ ekranu Matowy, LED, IPS

e Przekatna ekranu 15,6”

e Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

e Karta graficzna: RAM 2GB + 4GB (opis w pkt 3)

o Wielkos¢ pamieci karty graficznej 4096 MB GDDRS5 (pamieé witasna)

e Diwiek Wbudowane gtosniki stereo, wbudowany mikrofon,
zintegrowana karta dzwiekowa zgodna z High Definition Audio

e Kamera internetowa 1.0 Mpix

e t3acznosé LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/ac, modut
Bluetooth

e Rodzaj wejsé / wyjsé USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0) — 2szt., USB Typu- C — 1szt., HDMI

— 1szt.,czytnik kart pamieci — 1szt., USB 2.0 — 1szt., RJ45 (LAN) — 1 szt., wyj$cie stuchawkowe/wejscie
mikrofonowe -1szt., DC-in (wejscie zasilania) — 1szt.

e Zainstalowany system brak

o Wysokos¢ 25,8 mm

e Szerokos¢ 380 mm

o Gtebokos¢ 265 mm

o Waga 2,40 kg (z baterig)

e Dodatkowe informacje Podswietlana klawiatura, czerwone podswietlenie

klawiatury, wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy intuicyjny touchpad, mozliwos¢
zabezpieczenia linka (port Kensington Lock), dysk i pamiec rozszerzona na profesjonalnej linii
montazowej

e Dotgczone akcesoria Zasilacz
e Gwarancja 24 miesigce
Pkt 1:

Procesor 3.5 GHz specyfikacja:
e Segment rynku pionowego Mobile
Numer procesora Srednia pétka

e Stan Launched
e Data rozpoczecia Ql'17

e Litografia 14 nm
Wydajnosc¢:

e Liczba rdzeni 4

e Liczba watkéw 4

e Bazowa czestotliwos¢ procesora 2,50 GHz
o Maks. czestotliwosé turbo 3,50 GHz
e Cache 6 MB

e Szybkos$é magistrali 8 GT/s DMI
e TDP 45 W

e Konfigurowalny tryb TDP-down 35W

Dane techniczne pamieci:
o Maks. wielko$¢ pamieci (w zaleznosci od rodzaju pamieci) 64 GB
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Rodzaje pamieci

Maks. liczba kanatéw pamieci
Maks. przepustowosé pamieci
Obstuga pamieci ECC ¥

Grafika wbudowana w procesor:

Uktad graficzny procesora *

DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
2

37,5 GB/s

Nie

630

Czestotliwos¢ podstawowa ukfadu graficznego 350 MHz
Maks. czestotliwos¢ dynamiczna uktadu graficznego 1,00 GHz
Maks. pamie¢ wideo uktadu graficznego 64 GB

Wyijscie do grafikie

Obstuga 4K

Maks. rozdzielczos¢ (HDMI 1.4)%
Maks. rozdzielczos¢ (DP)*

DP/DP/HDMI/DVI
Yes, at 60Hz

4096x2304@30Hz
4096x2304@60Hz

Maks. rozdzielczos¢ (eDP — wbudowany ptaski wyswietlacz)t 4096x2304@60Hz

Maks. rozdzielczos¢é (VGA)*

Obstuga DirectX*

Obstuga OpenGL*

Quick Sync Video

Technologia InTru™ 3D

Technologia Clear Video HD
Technologia Clear Video

Liczba obstugiwanych wyswietlaczy *
Identyfikator urzadzenia

Opcje rozszerzen:

Wersja PCl Express
Liczba konfiguracji PCI Express ¥
Maksymalna liczba linii PCI Express

Specyfikacja obudowy:

Obstugiwane gniazda
Maks. konfiguracja procesora
Tiuncrion

Wymiary obudowy

N/A

12

4.4

Tak
Tak
Tak
Tak

3
0x591B

3.0
Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
16

FCBGA1440

1

100°C

42mm x 28mm

Dostepne opcje obnizonej zawartosci halogenkdw patrz MDDS
Technologie zaawansowane:

Technologia Speed Shift
Technologia Turbo Boost *
Technologia vPro™ *

Technologia Hyper-Threading
Technologia Virtualization (VT-x) ¥

Tak
2.0
Nie
Nie
Tak

Technologia Virtualization for Directed /O (VT-d) * Tak
Technologia VT-x with Extended Page Tables (EPT) * Tak

TSX-NI

64+

Zestaw instrukgcji

Rozszerzony zestaw instrukgcji

Stany bezczynnosci

Udoskonalona technologia SpeedStep
Technologie monitorowania chtodzenia
Flex Memory Access

Technologia ochrony tozsamosci *

Nie

Tak

64-bit

SSE4.1, SSE4.2, AVX2
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Program stabilnych platform firmy utatwiajgcych prace administratorom Nie

Technologia Smart Response

Tak
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e Technologia My WiFi
Niezawodnos¢ i bezpieczenstwo:

o AES New Instructions

e Secure Key

e Software Guard Extensions (SGX)

e Memory Protection Extensions (MPX)

e Technologia Trusted Execution *
e Funkcje Execute Disable Bit *

e OS Guard

Pkt 2:

e Chipset model 175

e Stan

e Datarozpoczecia

o Szybkos¢ magistrali

e Litografia

e TDP

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak

Launched
Ql'1l7

8 GT/s DMI3
22 nm

2,6 W

e Obstuga wymuszania wyzszych czestotliwosci Tak

Dane techniczne pamieci:

e Liczba modutéw DIMM na kanat
Grafika wbudowana w procesor:

e Technologia Clear Video

e Liczba obstugiwanych wyswietlaczy *

Opcje rozszerzen:

Obstuga PCI

Wersja PCI Express

Liczba konfiguracji PCI Express ¥

e Maksymalna liczba linii PCl Express
Specyfikacja 1/0:

e Liczba portéw USB

o Wersja USB

e USB3.0

e Magistrala USB 2,0

e Maksymalna liczba portéw SATA 6,0 Gb/s

e Konfiguracja RAID

e Zintegrowana karta sieci LAN
Specyfikacja obudowy:

o Wymiary obudowy

Tak

Nie
3.0
x1, x2, x4
16

14

3.0/2.0

Upto8

Upto 14

4

0/1/5/10
Integrated MAC

23mm x 23mm

e Dostepne opcje obnizonej zawartosci halogenkéw patrz MDDS

Technologie zaawansowane:

e Technologia Virtualization for Directed /O (VT-d) * Tak

e Technologia vPro™ *

o Wersja oprogramowania ME Firmware

e Technologia HD Audio
e Technologia Matrix Storage

Nie
11.6
Tak
Tak

e Technologia pamieci Rapid Storage dla przedsiebiorstw Nie

e Technologia Smart Response

Tak

e Program stabilnych platform firmy utatwiajgcych prace administratorom Tak

e Technologia Smart Sound
Niezawodnos¢ i bezpieczenstwo:

e Technologia Trusted Execution *
Pkt 3:

e Karta graficzna pierwsza specyfikacja:

Tak

Nie
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Architektura

Magistrala

Technologia

Czestotliwos¢ rdzenia

DirectX

Obstugiwane technologie

Data premiery

3DMark Ice Storm Standard Graphics
3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
3DMark Ice Storm Extreme Graphics
Kara graficzna druga specyfikacja:
Architekrura GPU

Liczba rdzeni CUDA

Bufor ramki

Szybko$¢ pamieci

Boost Clock Relative

Czestotliwosc podwyzszona

Kaby Lake
64/128 bit

14 nm

300 — 1050 MHz
12

QuickSync
05.08.2015
100772

101178

57234

Pascal

640

2 GB GDDR5
7 Gbps

1.3x

1455 MHz
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